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味の素ファインテクノ株式会社
代表取締役社長

真子 玄迅

電子材料事業の成長戦略

― 味の素ファインテクノ社工場 バーチャル見学会 ―



⚫本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、

本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、

予測を含んで記載しており、当社としてその実現を約束する趣旨の

ものではありません。実際の業績は、今後様々な要因によって、

大きく異なる結果となる可能性があります。

⚫本資料には監査を受けていない概算値を含むため、数値が変更になる可能性があります。

⚫アミノサイエンス®は味の素株式会社の登録商標です。
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本日お伝えしたいこと

• ABF®は、発売以来95％超のシェアを維持し、圧倒的ポジションを確立。高速
開発システムで顧客の製品開発初期からニーズを先読み、バリューチェーン
全体との連携を通じて、競争優位を構築している。

• この基盤のもと、半導体進化に対応した性能向上と価値共創で製品を高度化、
AIやHPC需要の拡大を取り込み、成長を加速している。

• FY26も期初から好調に推移。供給体制はサプライチェーン全体で懸念なく、
中長期でもキャパシティ拡張と拠点新設により供給能力を着実に拡充。
 ABF®新製品の開発を継続し、需要拡大に対応する。

• さらに、光電融合など次世代技術を先読みして対応。ABF®の進化に加え、
ABF®技術を次世代パッケージ等へ展開し、持続的な事業成長を実現していく。



半導体市場について
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（単位：10億ドル）

＜ ロジックIC市場規模 ＞

半導体（ロジックIC）市場の見通し（WSTS公表）

出所：2026年6月 世界半導体市場統計（WSTS）
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WSTSは、2026年：約37%、2027年：約27％と、ロジックIC市場の高い成長を予想。

AI関連需要の伸長を背景に、今後も高い成長の継続が見込まれる。
WSTS（World Semiconductor Trade Statistics）：世界半導体市場統計。

半導体市場について
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AI半導体の進化 ― 学習から推論への広がり

チップ構成の変化と市場への影響

学習から推論へのシフトにより処理のあり方

が変化し、それを支えるチップ構成も変化。

● 学習:

大規模モデルの計算は、高性能GPUが中心。

● 推論:

応答速度・電力効率を重視し、GPUに加え、

CPUや、ASICの活用が進展。

⇒パッケージ基板需要は、量（チップ数増）

と質（高性能化）の両面で拡大

半導体市場について

半導体市場の成長を牽引するのはAI関連需要。従来の「学習」に加え、「推論」へ裾野

が広がりつつあり、AIエージェントの拡大も見据えて処理のあり方が変化している。

これにより、それを支える半導体の構成や役割も進化している。

＜AIの技術進化と需要拡大イメージ＞

ディープ
ラーニング

知覚AI

生成AI

2010 2015 2020 2025

エージェント型AI

フィジカルAI

学習

推論

出所：各種資料を参考に当社作成



当社の電子材料事業/ABFⓇについて
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当社の電子材料事業 グローバルネットワーク

当社の電子材料事業は、味の素ファインテクノ社（AFT）中心に、グローバルに事業展開。
世界各地のお客様の半導体開発に対応している。

電子材料の開発・製造・販売の中核会社
設立 1942年9月
資本金 315百万円
従業員 487名(2026年4月1日現在）
拠点 川崎・群馬味之素(上海)化学制品有限公司

2018年設立
（中国）

台素股份有限公司（台北）
1988年設立

（台湾・東南アジア）

味の素ファインテクノ-USA
（San Jose）
2015年設立
（北米）

味の素ファインテクノ社（AFT）

味の素本社
（バイオファイン研究所、
リサーチ&ビジネス部）

グローバルな拠点網を通じて、お客様の中長期の事業成長を支えるパートナーシップを構築

外部協業先

当社の電子材料事業/ABFⓇについて
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CPU
Central Processing Unit

サーバー・PC向けプロ

セッサで高度な演算処理

機能を持つ。

GPU
Graphics Processing Unit

画像処理やAI向けに使用

される並列演算チップ。

ASIC
Application-Specific IC

AIなど特定用途に限定し

たICを独自設計して製造

される。

ロジックICの主要カテゴリ

ABF® - ロジックICを支える層間絶縁材料

パッケージ基板

マザーボード

ICチップ

断面イメージ

銅配線

層間絶縁材料ABF®

（絵の黄色部分がABF®）

当社の電子材料事業/ABFⓇについて

当社電子材料事業の主力製品ABF®は、ロジックIC向けパッケージ基板の層間に用いられる
絶縁フィルム。PCやネットワーク/サーバー、AI、ゲームなどに使用される。



ABF®はお客様ごとにカスタマイズで製造。開発初期から性能を価格と同時にすり合わせ、
個別最適な製品を設計。お客様との協働開発で、ニーズに応じたABFⓇを継続的に提供。

ABF®のビジネスモデル – お客様ごとの個別の協働開発（価値共創）

個別の協働開発（価値共創）
お客様ごとに最適な仕様を共同で設計

高速開発
システム

性能の最適化
チップの用途・ニーズに合わせ、

性能を個別に最適化

価格の同時設計
性能向上に必要なコストと単価を、
開発段階からお客様とすり合わせ

同時すり合わせ

開発初期から性能・価格を同時設計。持続的な価値提供と信頼にも繋がっている

当社の電子材料事業/ABFⓇについて
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ICT業界における技術の進化に伴い、半導体の大型化・高集積化が進み、パッケージ基板の
大型化・多層化が進展。それに伴い、高性能半導体へのABFⓇ使用量も増加している。

パッケージ基板の大型化・多層化と、基板あたりのABFⓇ使用量の増加

<ICT業界における進化>

1980s後半 ～ 2000s後半 ～ 2010s後半

モバイル・

クラウドの台頭

2020s～

AI・データ駆動の進化

3層

3層

パソコン用途

(ABF Ⓡ採用当初)

＜パッケージ基板の大型化・多層化＞

HPC用途先端パッケージ

～70㎜角

AI用途先端パッケージ（2.5D）

AI用途先端パッケージ（3D）

PC・インター

ネットの台頭

2031（見通し）

さらなるAIの高度化

9層

9層

2026 2031以降(予想)~2023

当社の電子材料事業/ABFⓇについて

1999
ABFⓇ発売
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半導体チップ

半導体チップ

半導体チップ

～100㎜角

11層

11層

～120㎜角

13層

13層



AIサーバーには、高性能半導体パッケージであるCPU、GPU、ASICなどが大量に搭載。
この大型化・多層化されたパッケージ基板に、ABF

Ⓡ
が大量に使用される構造となっている。

AIサーバーにおけるABFⓇ

当社の電子材料事業/ABFⓇについて

12

… ④ データセンターでは、
多数のサーバーが設置

① 複数の高性能半導体を組み合わせて
システム基板に搭載

…

＜ AIサーバー（イメージ）＞
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ハイパースケール データセンター
（イメージ）

② 複数のシステム基板を組み合わせて、
高性能な「計算ユニット」を構成

③ 計算ユニットを複数組み合わせて、
AIサーバーを構成

…

複数のシステム基板やメモリ、電源などまとめて単独で計算できる状態にしたもの

CPU、GPU、ASICなどの半導体を実装する基板

高性能半導体向けのパッケージ基板の大型化
・多層化が進展。ABFⓇの使用量が増加

:それぞれのパッケージ基板にABF®が使用される

ABFⓇが大量に使用される



当社はパッケージ基板の技術進化に応じた性能を実現し、ABFⓇの進化を続けている。AIの
進化に伴い、大型化・多層化が見込まれており、対応するABFⓇ技術の高度化を進めている。

パッケージ基板の進化に応じたABFⓇの進化

<パッケージ基板/ABF®の進化>

当社の電子材料事業/ABFⓇについて
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1999~ 2010s~ 2020s~
現在・

これから

将来
（2030以降）2000s~

大型化・多層化

・・・・ ・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・

世界初のフィルム形状の

ビルドアップ材料開発

フィルム化による実装性向上

一定の熱耐性や信頼性の確保

微細化・高信頼性化対応

表面平滑性、熱への耐久性

向上、微細配線への対応

微細化・高速電送・低損失対応

これまでの機能に加え、先端プロ

セス対応、伝送損失低減の実現

大型化・多層化の高度化対応

高帯域・大規模I/Oへの対応、伝送損失

低減と信頼性（反り・湿気）両立など

ABF®の進化

1999~ 2000s~2010s 2020s~ 現在・これから

PC HPC AI・DC AI高度化・高速通信 光電融合

など

PC・サーバー
ABF® の
主な用途

PC・サーバー・ゲーム・HPCなどへの用途拡大

HPC



ABFⓇ製品構成の推移（イメージ）

当社の電子材料事業/ABFⓇについて

＜ ABFⓇ製品構成の推移＞

製品構成 将来イメージ

FY18 FY25

製品構成 実績イメージ

……

更に新開発品へ
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利益率: 30％程度 50％超

当社は、新開発/高付加価値品を開発しており、その構成比の向上が利益率向上に貢献して

きた。今後も、新たな開発品/高付加価値品の開発を継続的にしていく。

時間軸

新開発品
新開発品

新開発品



最先端分野向けABFⓇへの旺盛な需要を背景に、FY26も期初から好調。FY30に向けても、
安定供給体制のもと、数量増と高付加価値化によるABFⓇの飛躍的成長を見込む。

FY30に向けた成長見通し

当社の電子材料事業/ABFⓇについて

＜売上高、事業利益率の推移＞

0

200

400
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1200

1400

1600

1800

FY18 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY30

売上高

131%

FY18

利益率:30％程度

FY30
ロードマップ

ファンクショナルマテリアルズ事業の数値

～ ～

FY25

利益率:50％超

FY26: 期初から、
予想を上回るペー
スで推移

～ ～

5%

期初予想
[110%]

予想

125%
（%は売上高前年比）
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ABFⓇの開発・生産体制
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ABF®の進化を支える仕組み - 高速開発システム

お客様
（パッケージ基板メーカー）

《研究部門》

• 研究員がお客様を

直接フォロー

• 食品で培ってきた

分析力を活用

• MI活用による

材料設計の高速化

《技術部門》

• 小ロット試作ライ

ンとお客様同等の

評価設備

• お客様の迅速な

フィードバックに

もとづくスケール

アップ化に向けた

検証

《生産部門》
• 品質安定化と迅速

な量産への移行

• 量産した製品に対

するきめ細かなテ

クニカルサポート

マテリアルズ・インフォマティクスの略。データサイエンスやAI・機械学習の手法を材料開発に応用する技術

味の素グループシナジー

アミノサイエンス®で培ってきた分析・品質保証技術を電子材料の素材評価の基盤として機能させている。
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将来の顧客ニーズを先読みし、常に先行して対応するのが高速開発システム。
バリューチェーンの各プレーヤーと密接に連携し、開発から量産まで一体で価値を提供。

高速開発で
価値提供

フィードバック
・評価

味の素グループ

《管理部門》
• 品質保証・品質

管理

• グローバルSCM・

安定供給体制の構

築

• 環境・化学物質等

各種規制への対応

ABFⓇの開発・生産体制

バリューチェーン
の各プレーヤー

• 原料メーカー
• 装置メーカー
• 薬液メーカー
• エンドユーザー

など

※お客様に加え、
バリューチェーン
の各プレーヤーと
の価値共創が強み

《営業部門》
• お客様のお困りご

とに対応、

中長期的に良好な

関係を構築

• 新たな事業や製品

の提案
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高速開発を支える顧客プロセス再現

ABFⓇの開発・生産体制

特に「微細配線プロセス」の社内再現が、基板の大型化・多層化への対応を支える重要な基盤

実績と信頼にもとづく高速開発により、ABFⓇを前提とした基板設計が定着。さらに顧客
の製造・評価プロセスを社内で再現する体制が、それを支える重要な基盤となっている。

＜顧客の製造・評価プロセス＞

完
成

1 2 3 4 5［埋め込み］ ［配線形成］ ［信頼性評価］

真空ラミネート機 信頼性テスト装置 基板反り測定装置CO2レーザー（ビア形成） 露光機（レジスト）

試作
実験室
での
開発

客先
評価

量産化

高速開発システム

〈ABFⓇ開発フロー〉

「微細配線プロセス」

［反り確認］［加工（ビア形成）］
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ABF®の生産体制

当社は、ABFⓇの原料であるワニスの生産に特化、フィルムの塗工や保管は外部に委託。
サプライチェーン全体で需要拡大に対して安定的に供給可能な体制を構築している。

製造フロー

原材料調達 ワニス生産
STEP 3

塗工・裁断 倉庫（保管・出荷）

自社製造

• 精密計量、分散により均一なワニスを製造

外部委託

• PETフィルム上にワニスを塗布

• 冷凍で保管し、国内外へ出荷

群馬工場：
鳥瞰図

ワニス攪拌

原料投入 ワニスろ過
（凝集物・異物除去）

AFT
ワニス工場

ABFⓇの開発・生産体制

塗工工場
（外部委託）

倉庫
（外部委託）



●★★
●●★

◆
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ABF®の製造拠点

川崎本社工場
研究開発の中核拠点。新製品の
設計・試作。評価や小ロットの
生産を行う。

群馬工場 ABF®量産の中核拠点。

2025年には最先端のABF®製造に向けた
新工場が稼働

◆ ワニス工場 

● コーティング

★ 物流拠点

現在、川崎・群馬の拠点でABFⓇ向けワニスを製造。
2026年5月には、岐阜県に新工場用地の取得を発表。

台湾

★

ABFⓇの開発・生産体制

★★

◆

岐阜工場
（2032年稼働予定）
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ABF®の製造拠点（今後の増産体制の整備）

2030年までの需要拡大に向けては、群馬工場などにおいて段階的に増産体制を整備。
2030年以降の需要拡大に向けては、新たに取得した岐阜なども含めて増産体制を整備し、
需要に対して十分に対応できる万全な体制を構築。

群馬工場

群馬工場敷地
新工場
2025年稼働

現在のABFⓇ向けワニスの量産拠点。2025年に
は、約100億円を投じて、最先端向けワニス製造
に向けた、新工場を設立。

※投資枠：2023年～2030年で250億円を設定。

～2030年に
向けた増産体制

工場建設予定地
（岐阜県可児市）

新工場向け用地
（予定）

2030年以降に
向けた増産体制

川崎・群馬に次ぐ第三の生産拠点。
DX導入し、群馬と同程度の生産能力を想定。
BCP対応とリスク分散にも寄与。

ABFⓇの開発・生産体制
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AFT群馬工場 ― 新工場と最新設備

群馬工場はABF®の主力量産拠点であり、新工場は最先端向けABF®ワニス製造に対応。
省人化・自動化技術の導入により、高品質と高効率を両立する生産体制を構築している。

新工場の特徴

・最先端向けABF®ワニスの量産に対応した最新鋭設備を導入
・IoT・自動搬送システムの導入により、生産工程の省人化・自動化を推進。品質の安定化と生産効率の向上を実現

群馬新工場（2025年本格稼働）

ABFⓇの開発・生産体制



群馬新工場の製造現場をバーチャルツアーでご紹介します
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ファンクショナルマテリアルズ事業 売上高見通し

ファンクショナルマテリアルズ事業は、2030年に向け飛躍的な成長を見込む。この成長
を確実に取り込むため、戦略的投資を通じて、生産・供給キャパシティを常に十分な水準
で確保する。

2018 2025 2030予想



ABFⓇ周辺領域・将来技術への対応
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ABFⓇ周辺領域への事業展開

当
社
製
品

接着材料

• 低温＋短時間で硬化
• 高い密着性と柔軟性を
実現

ABF®-RCC1

• ABF®に銅箔の一体化で、
高性能化・小型化に貢献

封止材料

• 低CTE2により熱変形を抑
制

• 反り・クラックを低減

磁性材料

• 多様な形態（フィルム、
ペースト、液状）で展開

• 低損失3と高密着性で、
高効率化・省電力化貢献

1：Resin Coated Copper foil（樹脂付き銅箔）
2：熱や冷却などの温度変化による膨張・収縮がしにくい性質のこと
3：電気信号やエネルギーが回路や基板を通る際に、熱などとして外に逃げてしまうエネルギーのロスが少ない性質のこと
4：コンパクトカメラモジュール
5：High Density Interconnect基板（非常に高い配線密度で回路を実現するプリント基板）

ABF®で培った技術を基盤に、周辺材料の開発・展開を進めている。

用
途

電子部品・
モバイル

（CCM4など）

様々なICチップ
および部品の保護・

封止・埋め込み

PC、サーバー、
5G基地局などの

半導体（一例）

ABFⓇ周辺領域への対応

HDI基板5
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次世代パッケージ技術への対応（技術進展に伴う将来の姿）

Photonic 

engine

• 更なる大型化・多層化

• 電気に加えて光も使用

• 部品が内蔵され、さらに高密度化

• 高性能な基板材料も採用

今後の技術進化に対応する次世代パッケージに対し、当社は、ABFⓇはもちろん、ABFⓇ

の技術やインフラなど当社の強みを活かし、電気、熱、帯域幅、電力供給、接続性などの
要求を支える材料開発を推進し、デファクトスタンダードの形成を担っていく。

将来技術への対応

コア技術を基盤に事業を展開し、新技術に対応し続ける

当社の事業展開ポテンシャル（例）

大型化・多層化 ⇒ 高多層基板材料

• ABF Ⓡ の技術進化
• 新規コア材料への対応、工程材料

高密度統合（ヘテロジーニアスインテグレーション）

⇒ 次世代高度異種統合パッケージ材料

• 再配線層・封止材料へABF Ⓡ技術を展開

電気配線の損失・発熱限界
⇒ CPO（光電融合）材料

• ABF Ⓡ 技術を基盤とした光を導く材料への進化
（光導波路など）

＜次世代半導体パッケージイメージ（一例）＞

様々な種類のチップ/部品を組み合わせ1つのシステムとして動かす仕組み

「⇒」以降が、当社が提供できると考える材料
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次世代パッケージ技術への対応（現状からの進化）

AIの普及によりデータ量と通信需要が急増する中、電気信号による高速伝送では消費電力
の抑制が課題となっている。これに対応するための一つとして、光インターフェースの
ASIC近傍実装が注目されている。

• Pluggable Optics：データセンター（特にAIやHPC）では高速化に伴い、電気配線による消費
電力が増加。その対応として信号の一部を光に変換する技術が採用されている。

現状

今後 • CPO（Co-packaged Optics）：光インターフェースをASICと同一パッケージ内に統合し、
電気配線の長距離部分を最小化することで、電力効率と高速性を大幅に向上させる技術。

電気信号を光に変えて送るための接続部分

詳細は次のページ

～～

• PCB基板上にパッケージ基板とASIC。Pluggable 

Moduleからは、光ファイバーが接続。ASIC ⇄ 
Pluggable Module間は電気信号でPCBを経由

• 高速化すると電気配線の損失・消費電力増加が課題

将来技術への対応

（基板）

Pluggable Modules

光ファイバー

PCB

半導体
パッケージ基板
（ ABFⓇ基板）

電気配線

ASIC

光ファイバー

PCB

光電変換
デバイス

半導体
パッケージ基板
（ ABFⓇ基板）

電気配線

ASIC
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次世代パッケージ技術への対応（現状からの進化）

ASIC

光エンジン
（光電変換機能をもつ光デバイス）

電気配線

光導波路

＜CPO（Co-Packaged Optics）基板＞

将来技術への対応

当社の事業展開ポテンシャル（例）

光導波路

• 配合設計技術を基盤とするポリマー光導波路材料
• 光の導き方（経路・分岐・損失）を設計

接着剤・封止材料

• 光エンジン部品やファイバーの固定
• 高いアライメント精度の確保と安定した光結合

• PCB基板上に半導体パッケージとASICを配置。光電変換を担う光エンジを同一パッケージ内に統合し、外部の光ファイバー

と直接接続する構成。
• ASICと光エンジン間の電気配線を大幅に短縮し、早い段階で光信号へ変換することで、低消費電力化と高速伝送を実現。

ABF
Ⓡ

CPO（Co-packaged Optics）は、半導体パッケージに搭載されるASIC近傍で光電変換を
行い、電気配線距離を短縮することで消費電力の低減を図る技術。当社は、ABFⓇの進化
はもちろん、ABFⓇで培った技術やインフラなど当社の強みを活かし、将来パッケージの
発展への貢献を目指す。

半導体
パッケージ基板
（ ABFⓇ基板）



組織・企業文化、人財
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ありたい姿と競争力の源泉

ありたい姿の実現に向けて、コアコンピタンスを磨く。お客様と向き合い、挑戦を重ね、
新たな価値を提供し続ける。

ありたい姿
「見えない“素”材で、暮らしの快適をつくる」

コアコンピタンス 他社には真似できない競争力の源泉

「競争になる前に勝つ」

組織・企業文化、人財

先を見る力
様々なソースから自ら積極的に総合的な情報収集する

お客様にトコトン向き合う力
お客様に常にAFTから様々な「価値」を届ける

技術力
「価値」を届けるには高度な技術力が非常に重要な武器

技術力
お客様に
トコトン

向き合う力

先を見る力



Copyright © 2026 Ajinomoto Co., Inc. All rights reserved 32

「高速開発システム」を支える人財

研究・技術開発・製造・品質保証・営業など、「高速開発システム」の強化と、持続的な
お客様との関係強化に向けて、グローバルに各部門の人財が協働して事業を推進。

＞ ＞ ＞ ＞

• 研究・技術開発は入社初期から個別テーマを担い、研究開発人財もお客様などを直接訪問
し、現場の課題やニーズを理解する機会を重視。

• 全社で品質を重視する文化を醸成し、全従業員が当事者として主体的に関与。役職・年次
を問わず改善意見を出し合う風土のもと、部門横断で高品質な製品・サービスを実現。

• 顧客起点の人財育成と部門横断の連携で、高度な要求に応え続けるための組織力を強化。

組織・企業文化、人財
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組織・企業文化、人財

電子材料事業の競争力を支える組織文化と人財

大事にしたいこと

未知を探索する。
“素”材の未だ見ぬ価値を探索しつづける。
今見えている価値のみにとらわれず、自分
たちのつくるものを信じて未だない市場や、
新しい価値を生み出す。

多様な力を混ぜ合わせる。
お互いを知り、認め合い、力を混ぜ合わせる。
挑戦から学び、失敗も未来の糧にすることで曖昧さ
や困難も一緒に乗り越える。

変化しつづける。
自分の仕事に誇りを持ち、柔軟に
変化しつづける。技術やこだわり
を磨きつづけることが変化を生み、
進化につながる。

人と向き合う。
顧客や仲間と誠心誠意向き合う。
目の前の課題に真剣になるだけで
なくその先の人、その先の未来に
まで目を向ける。



電子材料事業を支えるグローバル人財
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